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Please note the new package dimensions arccording to PCN 2009-134-A
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4ISD<=ID, di/dt<=200A/us, VDClink=400V, Vpeak<VBR, DSS, Tj<Tj,max. 
Identical low-side and high-side switch. 

Please note the new package dimensions arccording to PCN 2009-134-A
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Please note the new package dimensions arccording to PCN 2009-134-A
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Warnings 
Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For 
information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies 
Office. Infineon Technologies components may be used in life-support devices or 
systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of 
such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support 
device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life 
support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support 
and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to 
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Please note the new package dimensions arccording to PCN 2009-134-A



Data sheet erratum
PCN 2009-134-A

New package outlines TO-247

Final Data Sheet Erratum Rev. 2.0, 2010-02-01
 

1 New package outlines TO-247
Assembly capacity extension for CoolMOSTM technology products assembled in lead-free package 
PG-TO247-3 at subcontractor ASE (Weihai) Inc., China (Changes are marked in blue.)

Figure 1 Outlines TO-247, dimensions in mm/inches
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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